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(54) Title: ADHESIVE BOND AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF 
(54) Bezeichnung: HAFTFESTER VERBUND UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG 




< 



(57) Abstract: The invention relates to an adhesive bond of a substrate material (I), whose surface and surface-near solid area con- 
tain polymer compounds with low active surface energy, and another material (4) and a method for the production of a corresponding 
adhesive bond. The invention more particularly relates to an adhesive metallized fluoropolymer, such as polytetrafluorethylene 
(PTFE), as a base material for printed circuit boards having a very high structural density (fine and very fine printed circuit boards) 
used in the GHz range and to a method for adhesive metallization of a corresponding fluoropolymer. According to the invention, 
the adhesive bond is formed by a nanostructured transition area (6), containing nanocomposites, between the substrate material (1) 
and the other material (4), inside which the substrate material (4) which is nanostructured changes into the other material (4). The 
nanocomposites are composed of substrate material (1) and the other material (4). The material parts of the nanocomposites change 
from the substrate material (i) in the direction of the other material (1), starting with predominantly substrate material which becomes 
predominantly the other material (4). According to the invention, the adhesive bond is produced by physically and/or chemically 
exciting a nano-indented surface of the substrate material (1) and by applying the other material (4) in the form of particles during 
the excited state until the surface of the other substrate material (1) is fully coated with the other material (4). 



^| (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen haftfesten Verbund eines Substratmaterials (1), dessen Oberflache und der 
oberflachennahe Festkorperbereich Polymerverbindungen mit geringer aktiver Oberflachenenergie aufweisen, mit einem anderen 
O Material (4) und ein Verfahren zur Herstellung eines entsprechenden haftfesten Verbundes. Insbesondere 
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betrifft die Erfindung ein haftfest metallisiertes Fluorpolymer, wie Polytetrafluorethylen (PTFE), als Basismaterial fur Leiterplatten 
mit einer sehr hohen Strukturdichte (Fein- und Feinstleiterplatten) fur den Einsatz im GHz-Bereich und ein Verfahren zur haftfesten 
Metal li si erung eines entsprechenden Fluorpolymers. Erfindungsgemass wird der haftfeste Verbund durch einen nanostrukturierten, 
Nanokomposite enthaltenden Ubergangsbereich (6) zwischen dem Substratmaterial (1) und dem anderen Material (4) gebildet, in- 
nerhalb dessen das Substratmaterial (1) nanostrukturiert in das andere Material (4) ubergeht. Die Nanokomposite setzen sich aus 
Substratmaterial (1) und dem anderen Material (4) zusammen, wobei die Materialanteile der Nanokomposite vom Substratmaterial 
(1) in Richtung des anderen Materials (1) ausgehend von uberwiegend Substratmaterial (1) zu uberwiegend dem anderen Material (4) 
ubergehen. Erzeugt wird ein erfindungsgemasser haftfester Verbund, indem eine nanozerkltiftete Oberflache des Substratmaterial s 
(1) physikalisch und/oder chemisch angeregt wird und innerhalb des angeregten Zustandes ein parti kelweiser Auftrag des anderen 
Materials (4) erfolgt, bis ein vollstandiger Uberzug der Oberflache des Substratmaterials (1) mit dem anderen Material (4) hergestellt 
ist. 



